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Cadence® SiP RFデザイン･テクノロジは、アナログ･デザイン、回路シミュレ

ーション、SiP RFモジュール･レイアウト間のスムーズな設計環境を提供して

います。 シングル･チップ設計、システム･レベル設計、マルチRF/Analog

チップとSiPサブストレート･パッケージを含んだ回路シミュレーション、および

パラメタライズ可能なエンベデッド･ディスクリート部品の設計が可能です。 

 
 

VIRTUOSO LAYOUT EDITORとSiP RF LAYOUT CADENCE SiP RF LAYOUT GXL 
GXLフロー・インテグレーション  SiP RF Layout GXL は、PGA、BGA、 Micro-BGA、

ChipScale、Flip-Chip、Wirebond といった多様なパッケー

ジ･デザインに対応した SiP Physical Package Layout、

Signal Integrity(SI)抽出テクノロジと、Virtuoso Analog 

Design Environmentの統合フローを提供します。 SiP RF 

Layout GXL は、システム内部のトレード･オフと最適化

のためPhysical、Electrical, Manufacturingインターフェー

スを管理する Co-Design プロセスに基づいています。フ

ル･オンラインまたはバッチ･デザイン･ルール･チェック

（DRC）は、ラミネート、セラミックや積層テクノロジの複雑

でユニークな要求をサポートします。 

SiP RF Architect GXLは、Virtuoso DFII framework環境

との統合デザイン環境です。Virtuoso Layout Editorから 

の SiP IC フットプリント・ダイレクト抽出機能、スケマティッ

ク・ドリブンな SiP サブストレート・レベルの RF P-cell 生成

機能、そして Post-route 回路シミュレーションにおけるシ

ミュレーション用テストベンチ自動生成を含んだ parasitic

バックアノテーション・メソドロジを提供しています。 
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SiP LAYOUT XL 
SiP Layout XL は SiP Digital と同じ製品を使用します。

Digital Layout のフィジカルな配置・配線機能に加え、

Virtuoso DFII framework との統合されたデザイン環境を

実現します。 ダイ・アブストラクト、ディスクリート・コンポ

ーネント、接続情報、制約条件はフィジカルな SiP を実装

する際に使用されます。 回路設計と回路シミュレーショ

ンにより定義されたインダクタ、キャパシタ、トランスミッショ

ン・ライン等のサブストレート・パッシブ・コンポーネントは、

プログラマブル・セルとして SiP RF Layout に渡り変更内

容はスケマティックへバックアノテーションされます。     

また、Quasi-Static3D フィールドソルバー・インターフェイ

スと SPICE シミュレーション・エンジンを搭載しているので

パッケージ・インターコネクトのシミュレーションやモデリン

グをフィジカル SiP デザイン環境内で行うことが可能です。

抽 出 さ れ た パ ラ ス テ ィ ッ ク ・ モ デ ル は Virtuoso SiP 

Schematic にバックアノテートされ、Post-Route 回路シミュ

レーションで使用されます。 

主要な特長 
Die Export  
Virtouso Layout から SiP Layout フットプリントを自動生成 

 

Parameterizeｄ p-cell 
RF フットプリント形状をパラメトリックに変更 

 

 

 

 

 

 

Tline Back-annotation 
レイアウト・ドリブン設計では SiP Layout で配線した Tline

を Composer Schematic Editor にバックアノテーション 

 

 

 
Import Model 
レ イ ア ウ ト 配 線 パ タ ー ン の S-Parameter モ デ ル を

Composer Schematic Editor へインポート 

 

 
Test Bench Extraction 
Composer Schematic Editor よりシミュレーション用テスト

ベンチを自動生成 
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Area Transfer (Passivity) 
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